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本发明涉及一种耐磨抗菌研磨盘，至少包括

大尺寸研磨颗粒、中尺寸研磨颗粒以及小尺寸研

磨颗粒；中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨颗粒填充

在大尺寸研磨颗粒的间隙中，三种研磨颗粒通过

粘结树脂固定；中尺寸研磨颗粒的重量占比高于

大尺寸研磨颗粒的一半，小尺寸研磨颗粒的重量

占比高于中尺寸研磨颗粒；粘结树脂包括粘结剂

和硬化剂。本研磨盘中的大尺寸研磨颗粒之间的

间隙可以被其他中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨

颗粒充分填充，且三者之间处于平衡状态，从而

使其结构更加致密；同时，由于中尺寸研磨颗粒

的重量占比超过大尺寸研磨颗粒的一半，不仅可

以获得更硬的研磨盘，而且大尺寸研磨颗粒也可

以被中尺寸研磨颗粒有效支撑，将防止其掉落。
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1.一种耐磨抗菌研磨盘，其特征在于：至少包括大尺寸研磨颗粒、中尺寸研磨颗粒以及

小尺寸研磨颗粒；所述中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨颗粒填充在大尺寸研磨颗粒的间隙

中，三种研磨颗粒通过粘结树脂固定；所述中尺寸研磨颗粒的重量占比高于大尺寸研磨颗

粒的一半；小尺寸研磨颗粒的重量占比高于中尺寸研磨颗粒；所述粘结树脂包括粘结剂和

硬化剂。

2.根据权利要求1所述的耐磨抗菌研磨盘，其特征在于：所述中尺寸研磨颗粒的重量占

比与大尺寸研磨颗粒的重量占比的一半之比小于1.1:1；所述中尺寸研磨颗粒和小尺寸研

磨颗粒的重量总占比与大尺寸研磨颗粒大尺寸研磨颗粒的重量占比之比小于1.13:1。

3.根据权利要求2所述的耐磨抗菌研磨盘，其特征在于：所述研磨颗粒为金刚砂材质。

4.根据权利要求3所述的耐磨抗菌研磨盘，其特征在于：所述大尺寸研磨颗粒为46＃金

刚砂颗粒，中尺寸研磨颗粒为80＃金刚砂颗粒，小尺寸研磨颗粒为320＃金刚砂颗粒。

5.根据权利要求1所述的耐磨抗菌研磨盘，其特征在于：所述粘结树脂的重量占比为大

尺寸研磨颗粒重量占比的35%。

6.根据权利要求5所述的耐磨抗菌研磨盘，其特征在于：粘合剂为环氧树脂或酚醛树

脂，所述硬化剂为酸酐系耐热性浸渍清漆；所述粘合剂中混合有纳米银粉。

7.一种如权利要求1-6任一所述的耐磨抗菌研磨盘的制备方法，其特征在于：先将称取

的大尺寸研磨颗粒、中尺寸研磨颗粒与一半粘结剂混合均匀，再依次将小尺寸研磨颗粒、剩

余的粘结剂加入混合均匀，得到研磨材料的原材料；再将所述原材料放入模具后，烧结得到

成品。

8.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于：所述研磨材料的原材料经过两次烧结

得到成品。

9.根据权利要求8所述的制备方法，其特征在于：具体包括以下步骤：

（1）称取大尺寸研磨颗粒、中尺寸研磨颗粒、小尺寸研磨颗粒、粘合剂以及硬化剂；

（2）将三种研磨颗粒预热至50-100℃；将粘合剂和硬化剂在室温下充分混合，形成粘合

树脂；

（3）将大尺寸研磨颗粒和中尺寸研磨颗粒放入混合器中并搅拌均匀；

（4）将50wt%的粘合树脂加入混合器中并混合均匀；

（5）将小尺寸研磨颗粒放入混合器中并搅拌均匀；

（6）将剩余的粘合树脂加入混合腔中并充分混合均匀，得到研磨材料的原材料；将原材

料保温在50-100℃；

（7）将50wt%的所述原材料放入模具中，对其表面均匀挤压，以使其光洁没有游离碎屑；

（8）加入剩余的原材料，对其表面均匀挤压，以使其光洁没有游离碎屑；之后将表面弄

平，并放置在模具中；

（9）用280-320kg/cm2的压力机压制模具；

（10）保持10-20分钟，然后内部脱气；之后再次施加相同压力压制10-20分钟；

（11）将模具放置在熔炉中，进行加热和烧结；

烧结时间和温度为：在100℃下为4-5小时，在150℃下为3-4小时，在180℃下为3-4小

时；

（12）烧结结束后，将模具取出；以与加热烧结时，相同的设定再次烧结，得到成品。
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一种耐磨抗菌研磨盘

技术领域

[0001] 本发明涉及研磨领域，尤其涉及一种研磨盘及其制备方法。

背景技术

[0002] 普通的研磨盘是通过将大小基本相等的磨料颗粒与诸如金属，树脂或瓷器的粘合

剂结合而获得的。在该种研磨盘中，磨料颗粒尺寸组成几乎均匀，并且在磨粒和粘合剂之间

具有许多孔。

[0003] 当这种多孔性的研磨盘在高压力下进行研磨操作时，产品中的水或油之类的液体

会充满研磨盘中的孔洞。当由于膨胀或蒸发而产生的蒸气压作用在材料上时，蒸气压会迅

速捕获在磨料颗粒的空隙或小裂缝中，并在开始研磨操作的同时接收大量的物理能。研磨

盘的快速冷却可能会在短时间内导致研磨盘变形并损坏研磨盘。

发明内容

[0004] 本发明克服了现有技术的不足，提供一种结构致密，具有足够的强度以承受由强

压缩、剪切、高压和高温引起的断裂且具有抗菌性的研磨盘及其制备方法。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案为：提供了一种耐磨抗菌研磨盘，其特征

在于：至少包括大尺寸研磨颗粒、中尺寸研磨颗粒以及小尺寸研磨颗粒；所述中尺寸研磨颗

粒和小尺寸研磨颗粒填充在大尺寸研磨颗粒的间隙中，三种研磨颗粒通过粘结树脂固定；

所述中尺寸研磨颗粒的重量占比高于大尺寸研磨颗粒的一半；小尺寸研磨颗粒的重量占比

高于中尺寸研磨颗粒；所述粘结树脂包括粘结剂和硬化剂。

[0006] 作为一种优选方案，所述中尺寸研磨颗粒的重量占比与大尺寸研磨颗粒的重量占

比的一半之比小于1.1:1；所述中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨颗粒的重量总占比与大尺寸

研磨颗粒大尺寸研磨颗粒的重量占比之比小于1.13:1。

[0007] 作为一种更优选方案，所述研磨颗粒为金刚砂材质。

[0008] 作为一种更优选方案，所述大尺寸研磨颗粒为46＃金刚砂颗粒，中尺寸研磨颗粒

为80＃金刚砂颗粒，小尺寸研磨颗粒为320＃金刚砂颗粒。

[0009] 作为一种优选方案，所述粘结树脂的重量占比为大尺寸研磨颗粒重量占比的35%。

[0010] 作为一种更优选方案，粘合剂为环氧树脂或酚醛树脂，所述硬化剂为酸酐系耐热

性浸渍清漆；所述粘合剂中混合有纳米银粉。

[0011] 一种如上述所述的研磨盘的制备方法，其特征在于：先将称取的大尺寸研磨颗粒、

中尺寸研磨颗粒与一半粘结剂混合均匀，再依次将小尺寸研磨颗粒、剩余的粘结剂加入混

合均匀，得到研磨材料的原材料；再将所述原材料放入模具后，烧结得到成品。

[0012] 作为一种优选方案，所述研磨材料的原材料经过两次烧结得到成品。

[0013] 作为一种更优选方案，其特征在于：具体包括以下步骤：

（1）称取大尺寸研磨颗粒、中尺寸研磨颗粒、小尺寸研磨颗粒、粘合剂以及硬化剂；

（2）将三种研磨颗粒预热至50-100℃；将粘合剂和硬化剂在室温下充分混合，形成粘合
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树脂；

（3）将大尺寸研磨颗粒和中尺寸研磨颗粒放入混合器中并搅拌均匀；

（4）将50wt%的粘合树脂加入混合器中并混合均匀；

（5）将小尺寸研磨颗粒放入混合器中并搅拌均匀；

（6）将剩余的粘合树脂加入混合腔中并充分混合均匀，得到研磨材料的原材料；将原材

料保温在50-100℃；

（7）将50wt%的所述原材料放入模具中，对其表面均匀挤压，以使其光洁没有游离碎屑；

（8）加入剩余的原材料，对其表面均匀挤压，以使其光洁没有游离碎屑；之后将表面弄

平，并放置在模具中；

（9）用280-320kg/cm2的压力机压制模具；

（10）保持10-20分钟，然后内部脱气；之后再次施加相同压力压制10-20分钟；

（11）将模具放置在熔炉中，进行加热和烧结；

烧结时间和温度为：在100℃下为4-5小时，在150℃下为3-4小时，在180℃下为3-4小

时；

（12）烧结结束后，将模具取出；以与加热烧结时，相同的设定再次烧结，得到成品。

[0014] 本发明与现有的技术相比有益技术效果在于：

（1）本研磨盘中的大尺寸研磨颗粒之间的间隙可以被其他中尺寸研磨颗粒和小尺寸研

磨颗粒充分填充，且三者之间处于平衡状态，从而使其结构更加致密，能具有足够的强度以

承受由强压缩、剪切、高压和高温引起的断裂；同时，由于中尺寸研磨颗粒的重量占比超过

大尺寸研磨颗粒的一半，不仅可以获得更硬的研磨盘，而且大尺寸研磨颗粒也可以被中尺

寸研磨颗粒有效支撑，将防止其掉落。

[0015] （2）本研磨盘的背面和正面均具有较高的硬度。

[0016] （3）本研磨盘的制备方法中先将大尺寸研磨颗粒和中尺寸研磨颗粒之间的间隙与

一半的粘合剂混合，从而大面积消除两者之间的间隙。之后通过将小尺寸研磨颗粒混合到

混合物中并且将剩余的一半的粘合剂加入混合，可以用小尺寸研磨颗粒充这些大尺寸研磨

颗粒和中尺寸研磨颗粒之间的间隙。因此，可以完全消除该间隙。

[0017] （4）本研磨盘结构致密，可供微生物生长的环境少，同时含有纳米银；故具有抗菌

效果，适合用于食品行业的研磨。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体实施例对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明

本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0019] 一种研磨盘，其包括三种尺寸的金刚砂材质的研磨颗粒，分别是作为大尺寸研磨

颗粒的46＃金刚砂颗粒，作为中尺寸研磨颗粒的80＃金刚砂颗粒，作为小尺寸研磨颗粒的

320＃金刚砂颗粒；其中：中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨颗粒填充在大尺寸研磨颗粒的间隙

中，三种研磨颗粒通过粘结树脂固定，粘结树脂包括粘结剂和硬化剂。

[0020] 在本研磨盘中，大尺寸的46＃金刚砂颗粒的重量占比为40%，中尺寸的80＃金刚砂

颗粒的重量占比21%，小尺寸的320＃金刚砂颗粒的重量占比为25%；中尺寸研磨颗粒的重量

占比略高于大尺寸研磨颗粒的一半（1.05:1）；小尺寸研磨颗粒的重量占比略高于中尺寸研
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磨颗粒（1.19:1），故而中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨颗粒的重量总占比略高于大尺寸研磨

颗粒（1.125:1）。

[0021] 该配比下，大尺寸研磨颗粒之间的间隙可以被其他中尺寸研磨颗粒和小尺寸研磨

颗粒充分填充，且三者之间处于平衡状态，从而使结构更加致密；同时，由于中尺寸研磨颗

粒的重量占比高于大尺寸研磨颗粒的一半，具有超过1/4的占比，不仅可以获得更硬的研磨

盘，而且大尺寸研磨颗粒也可以被中尺寸研磨颗粒有效支撑，将防止其掉落。

[0022] 本研磨盘可按以下方法制备：

1、按以下配比称取原料：

46＃金刚砂颗粒     1200g   40wt％；

80＃金刚砂颗粒     630g    21  wt％；

320＃金刚砂颗粒    750g    25  wt％；

粘结剂             240g    8  wt％；

硬化剂             180g    6  wt％；

其中：金刚砂坚硬，能够承受大的断裂能量，是优秀的研磨颗粒研磨颗粒，三种金刚砂

颗粒均被干燥至恒重；粘合剂为耐热性和耐化学药品性优异的环氧树脂或酚醛树脂，本实

施例优选环氧树脂；同时环氧树脂中混合有1wt%的纳米银粉，以提高研磨盘的抗菌性；硬化

剂为酸酐系耐热性浸渍清漆，本实施例优选日本四国精细化学株式会社的“FC  Hard  XV-

1161A/B”。

[0023] 2、将三种金刚砂颗粒预热至50-100℃；将粘合剂和硬化剂在室温下充分混合，形

成粘合树脂。

[0024] 3、将大尺寸研磨颗粒和中尺寸研磨颗粒放入混合器中并搅拌均匀。

[0025] 4、将50wt%的粘合树脂加入该混合器中并混合均匀。

[0026] 5、将小尺寸研磨颗粒放入混合器中并搅拌均匀。

[0027] 6、将剩余的粘合树脂加入混合腔中并充分混合均匀，由此获得作为研磨材料的原

材料；将原材料保温在50-100℃；

通过上述分步加入的方式可以完全消除研磨颗粒之间的间隙。

[0028] 7、将50wt%的上述原材料放入常规模具中，并用压杆将整个表面均匀地挤压，以使

其光洁没有游离碎屑。

[0029] 8、加入剩余的50wt%原材料，并用压杆均匀地推动整个表面，以使其光洁没有游离

碎屑；之后用刮刀将研磨盘的表面弄平，并放置在模具中；

这样分步将原材料加入模具中，可以使研磨盘的背面和正面均具有较高的强度。

[0030] 9、用300kg/cm2的压力机压制模具以挤出多余的研磨材料的原材料，以增加内部

密度。

[0031] 10、保持10分钟，然后减压内部脱气；之后再次施加300kg/cm2的压力压制10分钟。

[0032] 11、将模具放置在熔炉中，同时用螺栓将其拧紧，并进行加热和烧结；

烧结时间和温度为：在100℃下为4小时，在150℃下为3小时，在180℃下为3小时。

[0033] 12、烧结结束后，将模具取出；以与加热烧结时，相同的设定再次烧结模具及其内

的研磨盘，得到作为产品的研磨盘；这种重新烧结的方式是为了使结构更加均匀。

[0034] 以上依据本发明的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关人员完全可以
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在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围

并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定技术性范围。
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